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〔緒言〕

漂 白処理 を行 ったエナメル質はその表層 に残留す る漂 白剤 の成分のために､ レジンシ

ステムの接着性 に影響 を及 ぼす と危倶 されている｡ しか しなが ら､接着 システムには さ
まざまなステ ップを有す るものがあ り､各々の接着 システムの種類が漂 白後のエナメル

質の接着 に与 える影響 は不明である｡ また､漂 白後 の接着 において遺元剤 を使用す るこ
とにより接着阻害因子の抑制に有効 とされてい るが､還元剤 の種類や濃度 の違いが接着
強 さに及ぼす影響 は明 らかに されていない｡そ こで本研究では､接着 システム と還元剤

の種類 ･濃度の違いが漂 白後のエナメル質に対す る接着強 さに及 ぼす影響 について検討

した｡ さらに接着 システムに還元剤 を配合 した試作 レジンシステムについて も検討を行

った｡

〔方法〕

う蝕のない未研削の ヒ ト健全抜去前歯､漂 白処理 にSHOFU H卜Lite (以下HL､松風)､接

着システムにCLEARFIL S3BOND(以下TB､クラレメデ ィカル)､CLEARFIL MEGA BOND(以
下MB､クラ レメディカル)､SingleBond (以下SB､3M/ESPE) の3種 を使用 し､遺元剤 に
はアスコル ビン酸 (AS) と トコフェロール (TP)を10wt%､20wt%の濃度で用いた｡実験は

以下の5項 目を評価項 目とした｡

3)漂 白処理直後 と2週間後の評価､②漂 白処理直後のサーマルサイ クル負荷の評価 ､③還
元剤 による前処理の評価 ､④遭元剤 を配合 した試作 レジンシステムの評価 ､⑤試作 レジン
システムのサーマルサイクル負荷の評価｡

以上の全ての実魚群の試料数 は各14とし､微 小引張接着強 さの測定､引張試験後 の破断

面の形態観察､接着界面の観察 を行った｡微小引張接着試験で得 られた結果はone-way

ANOVAお よびTukey･s testを用いて有意水準5%にてそれぞれ統計処理を行 ったO

実験群は漂 白処理 を行わないNB群､漂 白処理直後 に接着処置 を行 ったOh群 ､漂 白処理

後2過間37℃の水 中で保管 した後 に接着処置 を行 った2Y群 とした｡接着処置にはMB､TB､S

Bの接着 システムをメーカー指示通 り使用 し､TB､MBの前処置にエ ッチング操作を行 う群

をE(+)群 ､エ ッチングを行わない群 はE(-)群 とした｡遭元剤 による前処理では遼元剤を10

Ⅳt%と20wt%の濃度で使用しASには精製水､TPにエタノールを溶媒として前処理剤を作製した｡漂白処
理後の歯面に前処理として使用しそれぞれASIO､AS20､TPIO､TP20群とした｡



試作レジンシステムにはAS20yt%とTPIOyt弘を使用 し､NBのプライマーにASをWBのボンディング材 とTB

にはTPを混和し試作プライマーと試作NBボンディング材､試作TBボンディング材を作製 した｡エ ッチ

ング後 に試作プ ライマー とWBのボ ンデ ィング材 を用いた もの をMl､エ ッチ ング後 に試 作

プライマー と試 作wBボ ンデ ィング材 を用いた ものを祉2､試 作プ ライマー とMBのボンデ ィ

ング材 を用いた もの をW3とした｡エ ッチングの代わ りにアス コル ビン酸20wt%溶液 で前
処理 を行い､試作TBボ ンデ ィング材 を用いたものをTl､SBの接着 システムに含 まれ るエ ッ

チングの代 わ りにTlと同様 に前処理 を行い､SBのボ ンデ ィング材 を用いた ものをSlと し

た｡

サーマルサイクル (TC)負荷では PCRサーマルサイクラ-を用いて 10000回TC負荷を行ったo

TCIOOOO回復に微小引張接着試験を行った試料の破断面を走査電子顕微鏡 (以下､SEM)を用いて模

索し同様に接着界面についても観察を行った｡

〔結果〕

3)漂白処理直後と2週間後の評価ではWBではNBと比較してエッチングの有無に関わらずohおよび2Wで

接着強さは同等の値を示 した｡TBではE(+)群 のNBと比較 し､Ohと2Vではいずれの群で も同等 の

値を示 した｡E(-)群の2WではNBと同等か高い接着強 さで あった｡SBではNBとOhは同等の値を
示し､2Wは両者より有意に高い借を示した｡引張辞験後の破断面形態ではMB､TB､SB全 ての群 で混

合破壊 を多 く静 め､接着界面の観察ではほとん どの群で レジンタグの生成 を静 めた｡②漂
白処理直後 のTC負荷 の評価 ではMB,TBのE(+)群でNBとOhはNBTCとohTCを比較す ると､TC群

に接着強 さの低 下が静 め られ たoSBではNBTCと比較 してOhTCは有意 に低い債 を示 した｡

引張試験後の破断面形態ではMB､TB､SB全ての群 で混合破壊 を多 く瓢 めた｡接着界面の観察で
はTB,E(+)とsBのOhTCで レジンタグの生成 を静 めなか った｡③還元剤 による前処理の評価

ではAS.TPのいずれの還元剤 を用 いた場合で も漂 白直後 と比較 して低下は静 め られず,

浪合破壊 を多 く静 めた｡接着界面の観 察では レジンタグの生成 を静 めた｡④試作 レジン
システ ムの評価 ではMBベー スのMl､Ⅶ3､SBベースのSlの接着強 さが有意 に高い値 を示 し､

引張試験後の破断面形態では全 ての群で混合破壊 を最 も多 く静 めた｡接着界面観察ではT
lのみ レジンタグの生成 を藤 めなか った｡⑤試作 レジンシステムのTC負荷 の評価 ではTC

負荷 の有無による引兼接着 強 さの比較 ではMl､M3では岡等 の値 を示 したが､Slで有意 に低

い値 を藩 めた｡引張試験後 の破断面形態では全ての群 で浪合破壊が多 く藩 められた｡接

着界面観察ではSITCのみ レジンタグの生成が藩 め られなかった｡

〔考察〕

WB､TBお よびSBにお けるOh､2YではNBと比較 して微小引張接着 強 さの低下 を静 めなかっ

た｡これは漂 白処理 によ りエナメル質の表層 に微細 な凹凸構造 が生 じ､接着面積 が増加 し
接着強 さの維持 につながった と考 え られ る｡試作 レジンシステ ムではMl､W3､Slで高い接

着強 さを示 した｡ これ は接着 システムに還元剤 を配合す るこ とで漂 白の際 に歯面 に発生

したOHラジカルや過酸化物 を遭 元 し､重合阻害因子 を除去で きたため と考 えられた｡TC

負荷では接着強 さが低 下す るものが静 め られた｡ これ はTC負荷 によ り水分が浸透拡散 し
接着界面の加水分解 お よびその分解産物 ､未 重合 レジン成分 の溶 出が促進 したため と考
えられ る｡

〔結論〕

メガボン ド､トライエ スボ ン ド､シングルボン ドの接着 システムは､漂 白処理直後 と漂
白処理後2過間水 中保 管 した場合 にエナメル質 に対す る接 着強 さに影響 は与 えない もの

の､サーマルサイ クル負荷 による安定性 には欠 けることが示唆 され た｡その一方､アス コ
ル ビン酸20wt% を配合 したメガボ ン ドベースの遼元剤配合試作 レジンシステムは漂 白処

理を行 ったエナメル質-の接着強 さの低下を抑制す る接着 システム として有効であるこ
とが示唆 されたo




